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Abstract (en)
Cyanide-free electrolyte composition for depositing a silver or silver alloy layer on a substrate, comprises at least a silver ion source, sulfonic
acid and/or its derivative, wetting agent and hydantoin (I). Cyanide-free electrolyte composition for depositing a silver or silver alloy layer on a
substrate, comprises at least a silver ion source, sulfonic acid and/or its derivative, wetting agent and hydantoin of formula (I). R 1, R 2aryl (optionally
substituted), H or 1-5C-alkyl. An independent claim is included for a method for separating silver- or silver alloy layer on a substrate comprising
contacting the substrate to be coated in an adjusted current density of 0.1-2, preferably 0.3-1.5 A/dm 2>, with an electrolyte composition. [Image].

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine cyanidfreie Elektrolytzusammensetzung zur Abscheidung einer Silber- oder Silberlegierungsschicht
auf einem Substrat. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Abscheidung solcher Schichten unter Verwendung
der erfindungsgemäßen cyanidfreien Elektrolytzusammensetzung. Die erfindungsgemäße Elektrolytzusammensetzung weist wenigstens eine
Silberionenquelle, eine Sulfonsäure und/oder ein Derivat einer Sulfonsäure, ein Netzmittel sowie ein Hydantoin auf. Die aus einer solchen
Elektrolytzusammensetzung mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens abgeschiedenen Silber- oder Silberlegierungsschichten sind glänzend und
duktil.
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